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บทคัดยอ 

การออกแบบ IC package ตองมีการนําไปทดสอบเพ่ือตรวจสอบอุณหภูมิ ท่ีผิวของ chip วามีคาไม เกิน 

temperature limit ท่ีถูกกําหนดไว ซึ่งการตรวจสอบน้ันตองใชเวลานาน, มีคาใชจายสูง และมีความยุงยากซับซอนเปน

อยางมาก ดังนั้น ในงานวิจัยนี้ไดประยุกตใชวิธีการทางไฟไนตเอลิเมนตดวยโปรแกรม ANSYS เพื่อสามารถประเมิน

อุณหภูมิที่ผิว chip ไดอยางรวดเร็วและเพ่ือศึกษาผลของตัวแปรตางๆ ตอการระบายความรอน โดย IC package ที่

เลือกใชเปนกรณีศึกษาในงานวิจัยนี้ คือประเภท TQFP-EP ซ่ึงนิยมใชในอุตสาหกรรมยานยนต จากผลการศึกษาพบวาการ

ใชโปรแกรม ANSYS สามารถจําลองอุณหภูมิที่ตําแหนงผิวหนาของ chip ไดดีโดยมีความใกลเคียงความจริงในระดับ 

1% และพบวาประสิทธิภาพการระบายความรอนของ IC package จะเพ่ิมขึ้นในกรณีตอไปนี้ คือ 1) เพ่ิมขนาดของ

องคประกอบใน IC package อันไดแก ขนาดของ IC package, ขนาดของ chip, ความหนาของ chip, ขนาดของชอง 

exposed pad และจํานวนขา lead frame 2) เพิ่มคาสัมประสิทธ์ิการนําความรอน (k) ของ die attached (DA) และ 

mold compound 3) เพ่ิมคาสัมประสิทธ์ิการพาความรอน (h) ที่ผิวของ IC package และ PCB 4) เพ่ิมขนาดของ PCB 

และการเลือกใชชนิดของ PCB ที่มี thermal vias 

คําหลัก: โปรแกรมแอนซีส, บรรจุภัณฑไอซี, อุณหภูมิผิวชิพ, แบบจําลองทางความรอน 

Abstract 

 For the design of IC package, one of the primary concerns is the critical temperature limit, where 

the chip surface temperature of the designed package has to be below the critical temperature limit. 

The current testing method required long testing time, high cost and complex procedures. Therefore, 

this research is interested in applying the finite element method by using ANSYS simulation software to 

quickly evaluate the chip surface temperature and to investigate the effects of different parameters on 

heat transfer out of the package. The IC package used in this study is the TQFP-EP package, which is 

widely used in the automotive industry. From the results, it was found that the ANSYS simulation could 

predict the chip temperature accurately within  1% error. It was also found that the heat transfer 

efficiency could be improved by many approaches. The first approach is by increasing the dimension of 

IC package components including the package size, chip size, chip thickness, exposed pad size, and the 
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number of package legs of the lead frame. The second approach is by increasing the thermal 

conductivities of the die bonding material and the mold compound. The third approach is by increasing 

the convection heat transfer coefficients around the surface of the IC package surface and the PCB. The 

last is by increasing the size of PCB and by choosing the type of PCB with thermal vias. 

Keywords: ANSYS simulation, IC package, chip surface temperature, thermal modeling. 
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